2022年度武汉市集成电路产业发展若干政策
流片补贴申报书

一、企业流片情况表

	企业名称
	

	年度（2021.7.1-2022.6.30）流片投入

费用
	

	主要业务方向
	主要业务方向及排序（高→低）：                         
1、自行设计IC，销售集成电路芯片和产品

2、IC设计服务，受客户委托进行IC设计

3、IP核开发与服务，提供系统解决方案

4、EDA工具软件产品开发、销售与服务

5、其他                        

	主要产品
	产品名称及

型号
	芯片

线宽
	芯片

制造厂商
	芯片

封装厂商
	主要

IP供应商
	主要客户

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	芯片产品所获知识产权名称及证书编号
	


二、需要提交的材料清单（以下材料提供复印件，加盖企业公章）
（一）流片相关需提交的材料

1.《全掩模首轮流片补贴申报明细表》、《MPW首轮流片补贴申报明细表》（见后页）。

2.申报期间内企业与代工厂签订的全掩模首轮流片和掩膜版制作/MPW首轮流片合同以及相关费用材料（如企业通过公共服务平台流片，需提供企业与服务平台、服务平台与代工厂台签订的相关合同）。

3.财务凭证、付款发票及银行回单。

（二）以每款芯片为产品分类依据，按以下顺序描述和提供材料，分类整理。
（芯片名称、型号、芯片设计目的、电路设计图、芯片流片情况、附上集成电路布图设计登记证书）。

（三）公司研发团队核心成员简介（按重要程度前五名），需包含毕业院校、专业；从业经历；现任职务/岗位等必要信息。并附以上人员的劳动合同、毕业证书、缴纳社保凭证（申报周期内任一月份即可）。

全掩模首轮流片补贴申报明细表

	序号
	产品名称
	申报类型

（全掩模首轮流片或首轮掩膜版制作）
	代工

企业
	合同签订时间
	数量

（片）
	合同金额

（万元）
	记账凭证号
	发票号
	发票时间
	发票金额（万元）
	申报金额

（万元）
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	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（万元）
	合同金额：

发票金额：

申报金额：


注： 相关证明材料需以“产品名称”为分类依据，按照“合同1、记账凭证1、银行回单1、发票1；合同2、记账凭证2、银行回单2、发票2……”的顺序依次装订。

MPW首轮流片补贴申报明细表

	序号
	产品名称
	代工

企业
	合同签订时间
	数量

（片）
	合同金额

（万元）
	记账凭证号
	发票号
	发票时间
	发票金额（万元）
	申报金额

（万元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（万元）
	合同金额：

发票金额：

申报金额：


注：相关证明材料需以“产品名称”为分类依据，按照“合同1、记账凭证1、银行回单1、发票1；合同2、记账凭证2、银行回单2、发票2……”的顺序依次装订。
